D A200 | Atzset

Komplettes Atzset, zur eigenen Herstellung gedruckter Schaltungen. Ideal fiir
den Einstieg in diese faszinierende Technik! Nach einiger Ubung ist man in der Lage, Plati-
nen herzustellen, die den professionellen kaum nachstehen. Mit ausfiihrlicher, bebilderter
Anleitung.
Enthilt: je 1 Arbeitsschale, Pinzette, Atzmittel, Entwickler, Fotopositive Platine, Arbeits-
anleitung, 3 kupferbeschichtete Platinen.

A200 | Etch - set

G B Complete corrosive set, printed wirings to the own production. Ideal for the
getting in this fascinating technique! According to some exercise it is possible to produce
boards which hardly takes place to the professional ones. With detailed, illustrated inst-
ructions.

Contains: 1 working bowl, forceps, corrosive, developer, photo-board, working instruc-
tion, 3 copper-clad boards.

E A200 | Juego caustico

Set de corrosion completo. Platina impresa para utilizarse en cualquier proyec-
to. ildeal para incursionar en esta fascinante técnica! Debido a la experiencia con este
producto, hemos constatado que se pueden producir platinas que dificilmente se encuen-
tran a la venta en el ramo profesional. Con ilustraciones e instrucciones detalladas.
Cada juego contiene: 1 bandeja de trabajo, pinzas, caustico, revelador, fotoplaca, ins-
truccién de trabajo, 3 placas con capa de cobre.

F A200 | Jeu corrosif

Set corrosif compléte. Cablages imprimée pour étre utilisé dans tout projet.
Idéal pour la incursions dans cette fascinante technique. Nous avons constaté que peu-
vent se produire des Cartes électroniques qui se trouvent difficilement a la vente dans la
branche professionnelle. Avec des instructions détaillées et illustrées.
Chaque jue contient: 1 bol de travail, pincettes, corrosif, révélateur, photoplaquette,
instruction de travail, 3 plaquettes avec strate de cuivre.

NL A200 | Ets - set

Complete etsset, voor het zelf etsen van printplaten. Na enkele proeven is men
zelf in staat printen te etsen, die een professional evenaart. Compleet uitvoerig voorzien
van foto's.

Bevat: 1 werkschaal, pincet, etsmiddel, ontwikkelaar, fotoprintplaat, gebruiksaanwei-

zing, 3 printpaten met koperlaagje.
RUS A200 | Ha6op ans TpaBieHns NeyaTHbIX NaaT

MonHbIM  Habop [ansi COBGCTBEHHOrO MPOWM3BOACTBA  MEYATHbIX
nnat. WpeanbHo ansi Hadana paboTbl B 3TOM yBnekaTenbHoW TexHonoruu! locne
HEKOTOPOM MPaKTUKM Bbl CMOXETE MPOM3BOAUTL MNaThbl, KOTOpble e€aBa Nu yCTynakoT
npodeccuoHansHbIM. C NoApo6HON UNMIOCTPUPOBAHHOW MHCTPYKLUMEN.
Copep)xut: OaHYy NNacTMacoByl0 BaHHOYKY, MWHLET, MOPOLWOK ANS TpasfeHus,
MOPOLLOK AJ1st NPOsiBAEHMS, 0AHa (hOTOMNATUHA, UHCTPYKUMS, 3 MeaHbIN nnaTbl
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D | Arbeitsanleitung zur Herstellung gedruckter Schaltungen

GB | Working instruction for manufacture of printed circuit boards

D | Schutzbrille, Gummihandschuhe
und Kunststoffpinzette verwenden!

GB | Use safety glasses, rubber gloves

and plastic forceps!

Arbeitsanleitung zur Herstellung gedruckter Schaltungen

1.) Das Basismaterial muss auf der Kupferseite sauber und fettfrei sein. Dazu wird
die Kupferseite mit einem Haushaltsscheuermittel oder mit einem Scheuerschwamm
gereinigt, gespiilt und getrocknet.

2.) Die so gereinigte Oberflache darf nicht mehr mit den Fingern beriihrt werden.
Die Leiterbahnen und Létaugen, die nach dem Atzen erhalten bleiben sollen, werden
jetzt mit einem Lackstift (z.B. Edding 3000, Edding 400 usw.) auf der Kupferseite
aufgezeichnet. Sie kénnen auch einen Pinsel mit einem anderen Lack (Nitrolack) ver-
wenden. Es eignen sich auch sehr gut Anreibe-Klebesymbole, die direkt auf die Platine
aufgerieben werden.

3.) Wenn die Platine soweit vorbereitet wurde, kann die Platine geatzt werden. Dazu
wird das beiliegende Atzmittel (A100), gemaB Anleitung, in ca. 0,5 | warmen Was-
ser (ca. 50°C bis 60°C) aufgeldst. Die beiliegende Arbeitsschale wird zur Halfte mit
Atzlésung gefiillt, die Platine wird mit der Kupferseite nach oben hineingelegt. Das
Atzbad muss nun sténdig leicht bewegt werden, damit der Atzvorgang beschleunigt
wird. Wenn alle nicht bendtigten Kupferflachen weggeatzt sind, wird die Platine aus
dem Atzbad genommen und unter flieBendem Wasser sorgfaltig gespiilt. Danach wird
der Lack von den verbliebenen Leiterbahnen wie unter 1.) beschrieben, mit einem
Haushaltsscheuermittel oder Schmirgelpapier abpoliert. Die Kupferbahnen sind jetzt
blank und I6tfahig.

4.) Jetzt kdnnen die Locher gebohrt werden. Die Platine kann jetzt bestiickt werden.

Working instruction for manufacture of printed circuit boards

1.) The copper side of the supporting board must be clean and fat free. Therefore, the
copper side has to be cleaned with a household cleaning powder or scouring sponge,
rinsed and dried.

2.) The surface cleaned in this way may not be touched any more with the fingers.
The strip conductors and lands for soldering which shall be maintained after engraving
will now be designed by means of a touch-up applicator (e.g. Edding 3000, Edding
400 etc.) on the copper side. You may also use another pencil with another lacquer
(nitrocellulose lacquer). Adhesive symbols which are rubbed directly onto the board
are very suitable, too.

3.) If the board has been prepared so far, it can be engraved. For this purpose dissolve
the attached etchant (A100) in approx. 0,5 | of warm water (approx. 50°C to 60°C)
acc. to the instruction. Fill the enclosed working bowl to the half with the etchant
and place the board into with the copper side upward. Now the etch bath has to be
moved slightly and continuously in order to accelerate the etching process. As soon
as all copper surfaces which are not required are removed through etching, take the

board out off the etch bath and rinse thoroughly under running water. Afterwards re-
move the lacquer from the remaining strip conductors by using a household cleaning
powder or abrasive paper as described in 1.). The copper tracks are now blank and
may be soldered.

4.) Holes can be drilled now and the board can be equipped then.

Instruccion de trabajo para la fabricacion de placas de circuito impreso

1.) El lado de cobre del material basico tiene que ser limpio y libre de grasa. Para
este fin, se necesita limpiar con polvos para fregar de uso doméstico o una esponja
para fregar, lavar y secar.

2.) La superficie limpiada de esta manera, no se debe tocar mas con los dedos.

Los conductores protegidos y los ojales para soldar que se deben conservar después
cauterizar, se dibujan sobre el lado de cobre con un lapiz de laca (p. €j. Edding 3000,
Edding 400 etc.). Vd. puede también utilizar un pincel con otro barniz (nitrolaca).
Simbolos adhesivos que se aplican por frote directamente sobre la placa son muy
adecuados también.

3.) Después haber preparado la placa asi, la placa puede ser cauterizada. Para este
fin, se necesita disolver el caustico (A100) en aprox. 0,5 | agua caliente (aprox. 50°C a
60°C) segun la instruccion. Llenar la escudilla de trabajo del solucién caustico a mitad
y meter la placa con el lado de cobre hacia arriba. Entonces el bafio caustico se debe
mover un poco y continuamente para acelerar el proceso caustico. Luego que todas
las superficies de cobre que no se necesitan se han quitado con el corrosivo, sacar
la placa del bafo caustico y lavarla con agua corriente. Después quitar el barniz con
polvos para fregar de uso doméstico o papel de esmeril de los conductores protegidos
como se ha descrito en 1.). Pues las vias de cobre son desnudas y se pueden soldar.

4.) Entonces, es posible perforar agujeros y equipar la placa.

Instruction de travail pour fabriquer des plaquettes a circuits imprimés

1.) La face de cuivre du support isolant doit étre propre et exempt de graisse. Alors il
faut nettoyer la face de cuivre avec du poudre a écurer domestique ou une serpilliére
et ensuite il faut la rincer et sécher.

2.) Ne touchez plus la surface nettoyée avec les doigts.

Dessinez les pistes conductives et les pastilles qui doivent étre conservés aprés la
gravure avec un crayon de laque (p.ex. Edding 3000, Edding 400 etc.) sur la face
de cuivre. Vous pouvez aussi utiliser un autre pinceau avec une autre laque (laque
cellulosique). Des symboles adhésifs qu’on frotte directement sur la plaquette sont
aussi trés aptes.

G | Sicherheitshinweise:

Bitte schiitzen Sie Ihren Kérper vor Beriihrung mit den Atzchemikalien und dem Entwickler. Bitte
verwenden Sie grundsatzlich bei den Arbeiten geeignete Gummihandschuhe und eine Schutzbrille.
Die gebrauchten Chemikalien kdnnen mehrfach verwendet werden. Bitte bewahren Sie die Che-
mikalien in einem gut verschlossenen, entsprechend beschrifteten Kunststoffbehalter auf. Nach
mehrmaligem Gebrauch sind die Chemikalien verbraucht und miissen mit entsprechender Kenn-
zeichnung bei der Sondermiill-Entsorgung zugefiihrt werden. Die Chemikalien diirfen nicht in den
Abfluss gegossen werden. Sollten trotz aller VorsichtsmaBnahmen Ihre Hande oder andere Kérper-
teile mit den Chemikalien in Berlihrung gekommen sein, so spiilen Sie sofort die entsprechenden
Korperteile unter flieBendem Wasser griindlich ab.

GB | Safety instructions:

Protect your body from contact with the etchant and developer. Please do always wear appropriate
rubber gloves and safety glasses during work. The applied chemicals may be used several times.
Keep the chemicals in a tightly closed plastic container which is marked accordingly. After repeated
use the chemicals are used up and have to be handed over to the hazardous waste disposal after
having marked them appropriately. The chemicals may not be poured into the drain. In case your
hands or other parts of your body got into contact with the chemicals in spite of all precautionary
measures, rinse the concerned parts of your body thoroughly under running water.

E | Instrucciones de seguridad:
Es muy importante proteger su cuerpo contra contactos con el caustico y el revelador. Siempre uti-
Qzar guantes procedas de goma y gafas de proteccion durante el trabajo. Las sustancias quimicas

que se emplean, se pueden utilizar algunas veces. Almacenar los productos quimicos
en un depdsito plastico bien cerrado y marcado conforme a eso. Después haber utiliz-
ado las sustancias quimicas algunas veces, seran consumidas y se deben entregar al
aprovechamiento de basuras especiales con rotulacion correspondiente. No se permite
derramar los productos quimicos en el desaglie. En caso de contacto con las manos o
otras partes del cuerpo - a pesar de todas las medidas de precaucion — lavar bien las
partes del cuerpo concernidas con agua corriente.

F | Instructions de sécurité:

Protégez votre corps contre le contact avec I’agent caustique et le révélateur. Portez
toujours des gants en appropriées caoutchouc et des lunettes protectrices pendant
le travail. Les substances chimiques peuvent étre utilisées plusieurs fois. Gardez les
produits chimiques dans un récipient plastique qui est bien serré et marqué conformé-
ment. Aprés avoir utilisé plusieurs fois, les substances chimiques seront épuisées et
il faut les délivrer marquées conformément a I’évacuation des déchets spécials. Il est
interdit de verser les produits chimiques dans la voie d’écoulement. Si malgré toutes
les mesures de précaution, vos mains ou d’autres parties du corps ont entré en contact
avec les produits chimiques, il faut les rincer avec de I’eau courante.

NL | Aanwijzingen voor de veiligheid:

U moet Uw lichaam beschermen tegen aanraking met de etschemicalién en de ontwik-
kelaar. Gebruikt U in principe bij het werk steeds passende rubberhandschoenen en
een beschermbril. De gebruikte chemicalién kunnen meerdere keren gebruikt worden.

De chemicalién moeten in een goed afgesloten kunststoftank met text bewaarth
worden. Na meermaals te zijn gebruikt zijn de chemicalién verbruikt en moet
men ze met een dienovereenkomstige aanduiding bij de afhaling van bijzondere
afval, meegeven. De chemicalién mogen niet in de afvoer worden gegoten. Indi-

en ondanks alle voorzorgsmaatregelen Uw handen of andere lichaamsdelen met

de chemicalién in aanraking zijn gekomen, dan moeten de betreffende lichams-
delen onder stromend water grondig afgespoeld worden.

RUS | UHcTpyKumsa no 6e3onacHOCTM Tpyaa:

Moxanyicra usberaite No6ON KOHTAKT UK COMPUKOCHOBEHWE C XMMUYECKUM
MaTepuanoM, npegHasHayeHHbIM Ans MPOSBAEHWS W TpaBneHus nnar.
06s3aTenbHO UCnonb3yiTe Npu paboTe C 3TUMU MaTepuanamMm COOTBETCTBYOLLME
pe3nHOBble MepyaTKW W 3aluTHble OYkW. PacTBOpbl ANS NpOsBNEHUs W
TPaB/IEHNSt MOXHO MCMO/b30BaTh HECKOJbKO pas3. [ XpaHeHWs 3TUX pacTBOpPOB
Bbl MOXeTe MCronb3oBaTh MIACTMACCOBbIE, XOPOLUO 3aKpbiBAOLMECS COCYAbl,
KoTOpble cneayeT obs3aTenbHO noanMcaTb. Mocne MHOropasoBoro NPUMEHEHNS
pacTBopa OH M3pacxoAoBaH U ero HeobXxoAnMO B COOTBETCTBUM C MHCTPYKLMEN
no TexHuke 6e30MacHOCTV CAaTb B CreuManbHbIl NYHKT ANs XUMUYECKUX
0TX0f0B. XMMUYeckue BellecTBa 3anpeliaeTcs BbibpacbiBaTb B MecTa Ans
KOMMYHaJIbHbIX OTXOZI0B WM BbINMBaTb B KaHanM3aUMOHHYt0 cuctemy. Ecnu He
CMOTPS Ha BCe Mepbl NPEAOCTOPOXHOCTY XMMUYECKMIA pacTBop nonan Ha Baium

PYKM WK ApYryto YacTb Tena, ero He06X0AMMO CMbITb NMPOTOYHOI BOAOW. j

3.) Aprés avoir preparé la plaquette de cette maniére, on peut la graver. Pour cela
il faut résoudre I'agent de gravure ci-joint (A100) en env. 0,5 | de I'eau chaude
(env. 50°C a 60°C) selon I'instruction. Remplissez la coupe de travail ci-inclus a
moitié avec solution de gravure et mettez la plaquette avec la face de cuivre contre-
haut dedans. Maintenant agitez le bain caustique un peu et de fagon continu pour
accélérer le procédé de gravure. Aussitot que toutes les surfaces de cuivre qui ne
sont pas nécessaires seront corrodées, enlevez la plaquette du bain caustique et
ensuite il faut la laver avec de I'eau courante. Maintenant éliminez la laque des
pistes conductives qui ont resté avec du poudre domestique & écurer ou du papier
d’émeri comme décrit a 1.). Alors les bandes de cuivre sont dénudées et on peut
effectuer le brasage.

4.) Maintenant vous pouvez percer des trous et équiper la plaquette.

Handleiding voor de vervaardiging van gedrukte schakelingen

1.) Het basismateriaal moet aan de koperzijde schoon en vetvrij zijn. Daartoe wordt
de koperzijde met een huishoudelijk schuurmiddel, of met een schuurspons gerei-
nigd, gespoeld en gedroogd.

2.) De op deze manier gereinigde oppervlakte mag niet meer met de vingers aan-
geraakt worden.

De geleidingssporen en de soldeerogen, die na het etsen over moeten blijven, wor-
den nu met een lakstift (bijv. Edding 3000, Edding 400 enz.) aan de koperzijde
aangebracht. U kunt ook een penseel met een andere laksoort (nitrolak) gebruiken.
0ok zijn aanwrijfplaksymbolen, die direkt op de printplaat gewreven worden, zeer
geschikt.

3.) Wanneer de printplaat zover voorbereid is, kan hij geetst worden. Daartoe
wordt het bijliggende etsmiddel (A100), volgens de handleiding, in ong. 0,5 Ltr.
warm water (ong. 50°C tot 60°C) opgelost. De bijliggende werkschaal wordt half
met het etsoplossing gevuld en de printplaat wordt er met de koperzijde naar boven
in gelegd. Het etsbad moet nu steeds bewogen worden, zodat de etsprocedure
sneller verloopt. Wanneer alle niet benodigde koperoppervlaktes weggeetst zijn,
wordt de printplaat uit het etsbad gehaald en onder stromend water zorgvuldig
afgespoeld. Daarna wordt de lak van de overgebleven geleidingssporen, zoals onder
1.) beschreven, met een huishoudelijk schuurmiddel, of schuurpapier verwijderd.
De kopersporen zijn nu blank en geschikt om te solderen.

4.) Nu kunnen de gaten geboord en de onderdelen op de printplaat aangebracht
worden.

WHCTPYKUMSA NO M3roTOBJ/IEHUIO NEeYaTHOW NaaTbl

1.) MefHoe MOKPbLITUE OCHOBHOW NaTbl AO/MKHO ObiTb OUMLLEHHBIM OT MbIN K
XKUPHBIX NATEH. [N 3TOro MeaHyto NOBEPXHOCTb HE06X0ANMO 06paboTaTb MeNKoM
HaXKaauHo ByMaroii UM HaxaayHoOW MacToli, a 3a TeM TLATeNbHO MPOMbITb U
BbICYLUMTb.

2.) OuMlleHHyl0 TakuM 06pa3oM MOBEPXHOCTb MnaThl 3anpeliaeTcs TporaTb
pykamu.

[lopoXKuW, KOTOpble Mocne TpaBneHWs AO/MKHbI OCTaTbCs Ha nnate, cneayet
HapucoBaTb flakoM unn dnomactepom (Hanp. Edding 3000, Edding 400 u T.n.).
Bbl Tak e MOXeTe TOHKOW KWUCTOYKOM HapucoBaTb AOPOXKM W APYrUM NakoM
(Hutponak). Adhesive symbols which are rubbed directly onto the board are very
suitable, too.

3.) Ecnm nevaTHas nnata TakuMm 06pa3oM MOArOTOBIEHA, TO €8 MOXHO TPaBUTb.
Matepuan ans TpaBneHus (,Atzmittel") pactBopuTe B COOTBETCTBUM C UHCTPYKLMEN
npubnusutensHo B 0,5 nutpe ropsyeii Boabl (50° — 60° Lienbcus). MprUnoxeHHyo
ANS TpaBNeHUs YalleyKy HarnonHUTE [0 MOJIOBUHbLI FOPSIYMM  PacTBOPOM M
NonoXxwuTe TyAa NneyaTHyto CxeMy AOPOXKaMM BBEPX. Tenepb yalleyky Heobxoammo
MOCTOSIHHO Crierka nokaymeaTtb Ans TOro, YTobbl TPaBNEHNe Nponcxoanno beicTpee.
Mocne OkOHYaHWst TpaBfeHWsi (Ha MeyaTHOM nnaTe BWUAHBI TOMbKO [OPOXKKM)
nnaTy cneayeT yAanuTb U3 pacTBOpa M TLIATENbHO MPOMbITb NOA CTpyei BOAbI.
Mocne 3Toro nak cnepyeT yAanuTb kak 6bi1o ykasaHo Bblwe B M.1 npu nomowm
HaXKaauHoW 6ymaru WaM HaXxaadHon nacTbl. MefHble AOPOXKW AOMKHbI BbiTh
YUCTBIMU U NPUTOAHBIMU AN NANKK.

4.) Tenepb MOXHO MNPOCBEPNIUTb HyXHble OTBEPCTBMSI B MniaTe W MNpunastb
HEO6X0AMMbIE KOMMOHEHTBI.



D | Sicherheitsdatenblatter auf dem Web - Server
GB | Security data sheets on the web - server

« A100: www.kemo-electronic.de/datasheet/a100.pdf
e E100: www.kemo-electronic.de/datasheet/e100.pdf

D | Arbeitsanleitung fiir fotopositive Platinen
GB | Working instruction for photopositive boards
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D | Schutzbrille, Gummihandschuhe
und Kunststoffpinzette verwenden!

GB | Use safety glasses, rubber gloves
and plastic forceps!

Arbeitsanleitung fiir fotopositive Platinen

1. Die fotopositive Platine wird auf das gewlinschte Format zugeschnitten. In
einem schwach beleuchteten (abgedunkelten) Raum, wird die Lichtschutzfolie
der Platine entfernt.

2. Zum Belichten wird die Fotoplatine mit der lichtempfindlichen, lackierten
Seite nach oben, auf eine feste Unterlage gelegt. Darliber wird der Film (Lay-
out) gelegt. Auf diesem Film sind alle Leiterbahnen schwarz lichtundurchléssig
und alle Zwischenrdume sind transparent. Uber diesen Film wird eine Glas-
platte gelegt, damit der Film plan aufliegt und nicht verrutschen kann. Im
abgedunkelten Raum wird die Vorlage jetzt mit einer starken Lampe (1000
W Halogenstrahler, Braunungslampe oder UV-Lampe) ca. 3 — 10 Minuten be-
lichtet. Je schwacher die Lichtquelle ist desto ldnger muss belichtet werden.
Der Abstand der Lampe sollte min. 30 cm betragen. Die fiir Sie giinstigsten
Belichtungszeiten miissen durch Experimente erprobt werden. Diese sind stark
abhangig von der verwendeten Lampe.

3. Nach der Belichtung muss die Platine entwickelt werden. Dazu wird der Ent-
wickler entsprechend der Arbeitsanleitung in 1 | Wasser aufgeldst. Die Platine
wird in diese Entwicklerfliissigkeit eingetaucht. Nach kurzer Zeit I6sen sich die
Lackteile, die nicht schwarz abgedeckt wurden, ab. Eventuell muss die Platine
dabei leicht bewegt werden. Sobald nur noch die Leiterbahnen stehen geblie-
ben sind, wird die Platine aus dem Entwicklerbad heraus genommen und unter
flieBendem Wasser gut abgespiilt.

Bei dieser Arbeit verwenden Sie bitte unbedingt eine Schutzbrille,
Gummihandschuhe und unsere beiliegende Kunststoffpinzette.

4. Das Atzmittel I5sen Sie bitte gemaB Anleitung in ca. 0,5 | warmen Wasser
(50°C bis 60°C) auf. Das Atzmittel hat im warmen Zustand die héchste Atz-
kraft. Die beiliegende Atzschale fiillen Sie ca. zur Hélfte mit der warmen Atzl6-
sung und legen die Platine mit den Leiterbahnen nach oben hinein. Die Schale
muss nun standig leicht bewegt werden, damit die Platine schnell gedtzt wird.
Nachdem die Platine fertig geatzt ist (es stehen nur noch die Leiterbahnen auf
der Platine), wird die Platine unter flieBendem Wasser sorgfaltig gespiilt. Die
Platine wird dann mit einem Tuch getrocknet und kann gebohrt und bestiickt
werden.

Bitte benutzen Sie beim Arbeiten mit dem Atzmittel unbedingt Gum-
mihandschuhe, eine Schutzbrille fiir die Augen und die beiliegende
Plastikpinzette.

Working instruction for photopositive boards
1. Cut the photopositive board to the desired size. Remove the light protection
foil from the board in a weakly illuminated (darkened) room.

2. Put the photoboard with the light-sensitive, lacquered side upward onto a
firm padding for exposition. Place the film (layout) above it. On this film all strip
conductors are black and impervious to light and all gaps are transparent. A
glass plate is placed over the film to ensure that the film leans plainly on and
may not get out of place. Subsequently expose the film with a powerful lamp
(1000 W halogen lamp, tanning lamp or UV-lamp) for approx. 3 — 10 minutes
in a darkened room. The weaker the light source, the longer will be the ex-
posure time. The distance of the lamp should be at least 30 cm. You have to
find out the most favourable exposure times by experiments. They depend to
a large extent on the applied lamps.

3. After exposition, the board has to be developed. For this purpose, dissolve
the developer in 1 | of water acc. to the working instruction. Immerse the
board into this developer. After a short time, the lacquered parts which were
not covered black will separate. If necessary, the board may be moved slightly
during this process. As soon as only the strip conductors remain standing, re-

move the board from the developing bath and rinse well under running water.
It is very important to wear safety glasses and rubber gloves during
this work and to use our attached plastic forceps.

4, Dissolve the corrosive in approx. 0,5 | of warm water (50°C to 60°C) acc.
to the instruction. In @ warm condition the corrosive develops the highest
causticity. Fill the enclosed working bowl to the half with the warm etchant and
place the board into this solution with the strip conductors upward. Now the
bowl has to be moved slightly and continuously in order to engrave the board
quickly. After the board is engraved (only the strip conductors remain on the
board), rinse the board thoroughly under running water. After drying the board
with a cloth, it can be drilled and equipped.

It is absolutely necessary to wear rubber gloves and safety glasses
while handling the corrosive and to use the enclosed plastic forceps.

Instruccion de trabajo para placas con fotoemulsion
1. Cortar la placa con fotoemulsién a la medida deseada. Después se saca la
hoja protector de la luz de la placa en un cuarto poco iluminado (oscurecido).

2. Para exponer, poner la fotoplaca con el lado fotosensitivo y esmaltado hacia
arriba sobre una base sdlida. Pues la pelicula (layout) se debe poner sobre
eso. Sobre esta pelicula todos los conductores protegidos son negros y im-
permeable a la luz y todos los huecos son transparentes. Entonces una placa
de vidrio tiene que ponerse sobre la pelicula para que la pelicula se apoye
planamente y no puede deslizarse. Exponer la pelicula con una lampara fuerte
(1000 W faro de haldégeno, lampara para broncear o lampara UV) para aprox.
3 — 10 minutos en un cuarto obsurecido. Lo mas débil la fuente de luz, lo mas
larga sera el tiempo de exposicion. La distancia de la lampara debe ser 30 cm
al minimo. Ensayar los mejores tiempos de exposicion por experimentos. El
tiempo de exposicién depende mucho de la lampara que se utiliza.

3. Después la exposicion, la placa debe ser revelada. Para este fin, disolver el
revelador en 1 | de agua segun la instruccion de trabajo. Sumergir la placa en
el liquido para revelar. Después poco tiempo, las partes de laca que no estaban
cubierto negro desatan. Eventualmente es necesario de mover la placa un
poco. Luego que solamente los conductores protegidos se detienen, la placa
se saca del bafo revelador y se debe lavar con agua corriente.

Durante este trabajo es muy importante gastar gafas de proteccion y
guantes de goma y utilizar las pinzas de plastico incluso.

4. Disolver el caustico en aprox. 0,5 | agua caliente (50°C a 60°C) segun la
instruccion. En estado caliente, el caustico desarrolla su mejor causticidad.
Llenar la escudilla caustica incluso de la caliente solucion caustica aprox. a la
mitad y meter la placa con los conductores protegidos hacia arriba. La escudilla
se debe mover un poco para que la placa sea cauterizada de prisa. Después
haber cauterizado la placa (hay solamente los conductores protegidos sobre
la placa), lavar la placa con agua corriente. La placa se seca con una tela y
entonces puede ser perforada y equipada.

Por favor, utilize Vd. guantes de goma, gafas de proteccion y las
pinzas de plastico incluso durante trabajar con el caustico.

Instruction de travail pour des plaquettes photoplaquées

1. Coupez la plaquette photoplaquée a dimension desirée. Enlevez la feuille
pour plaques photographiques de la plaquette dans une chambre peu illumi-
née (obscurcie).

2. Pour exposer, il faut mettre la photoplaquette avec le cété sensible et laqué
contre-haut sur une ferme base. Mettez le film (layout) au-dessus. Sur ce film
toutes les pistes conductives sont noires et opaques et tous les espaces sont

transparents. Puis il faut mettre une plaque de verre au-dessus du film afin que
le film soit bien couché et ne puisse pas décentrer. Maintenant il faut exposer
le film dans une chambre obscurcie avec une lampe forte (1000 W lampe a
halogéne, lampe a bronzer ou une lampe a rayons ultraviolets) pendant env. 3
— 10 minutes. Le plus faible sera la source lumineuse, le plus long sera le temps
de pose. La distance de la lampe doit étre 30 cm au moins. Il faut essayer
les temps de pose les plus favorables par des experiments. Le temps de pose
dépend beaucoup de la lampe utilizée.

3. Apres |’exposition, il faut développer le film. Alors il faut résoudre le révéla-
teur dans 1 | de I’'eau selon l'instruction de travail. Plongez la plaquette dans
ce bain de développement. Aprés peu de temps, les parts laqués qui n’étaient
pas couverts noire commengent a détacher. Eventuellement, il faut agiter la
plaquette un peu. Aussitot que seulement des pistes conductives restent, enle-
vez la plaquette du bain de développement et lavez la avec de I’'eau courante.
Pendant ce travail il est indispensable de porter des lunettes pro-
tectrices et des gants en caoutchouc et d’utilizer la pince plastique
ci-joint.

4. 1l faut résoudre 'agent de gravure en env. 0,5 | de I'eau chaude (50°C
a 60°C) selon I'instruction. En état chaud, I'agent de gravure développe la
meilleure causticité. Remplissez la coupe caustique ci-inclus a moitié avec la
chaude solution de gravure et mettez la plaquette avec les pistes conductives
contre-haut dedans. Maintenant il faut agiter la coupe un peu et de fagon con-
tinu afin que la plaquette soit gravée vite. Apres avoir gravé la plaquette (il y a
seulement les pistes conductives sur la plaquette), il faut la laver avec de I'eau
courante. Séchez la plaquette avec un torchon et ensuite vous pouvez percer
et équiper la plaquette.

Il est trés important de porter des gants en caoutchouc et des lunet-
tes protectrices et d’utiliser la pince plastique ci-joint pendant tra-
vailler avec I'agent de gravure.

Handleiding voor het werken met lichtgevoelige printplaten

1. De printplaat met de lichtgevoelige laag wordt op het gewenste formaat
gemaakt. In een zwak verlichte (verduisterde) ruimte wordt de folie voor de
bescherming tegen licht van de printplaat verwijderd.

2. Voor het belichten wordt de fotoprintplaat met de lichtgevoelige en gelakte
zijde naar boven, op een vaste onderlaag gelegd. Daarop wordt de film (lay-
out) gelegd. Op deze film zijn alle geleidingssporen zwart en laten geen licht
door, terwijl de ruimtes daartussen transparent zijn. Op deze film wordt een
glasplaat gelegd, zodat de film plat licht en niet kan verschuiven. In de verduis-
terde ruimte wordt het origineel nu met een sterke lamp (1000 W-Halogeens-
traler, bruiningslamp of UV-lamp) ong. 3—10 minuten belicht. Hoe zwakker de
lichtbron is, hoe langer belicht moet worden. De afstand tot de lamp moet min.
30 cm bedragen. De voor U gunstigste belichtingstijden moeten experimenteel
vastgesteld worden. Deze zijn sterk afhankelijk van de gebruikte lamp.

3. Na de belichting moet de printplaat ontwikkeld worden. Daartoe wordt de
ontwikkelaar volgens de handleiding in 1 Ltr. water opgelost. De printplaat
wordt in deze ontwikkelvloeistof gelegd. Na korte tijd laten de lakdelen, die
niet met zwart bedekt werden, los. Eventueel moet de printplaat diertoe licht
bewogen worden. Zodra alleen de geleidesporen overgebleven zijn, wordt de
printplaat uit het ontwikkelbad genomen en onder stromend water afgespoeld.
Bij dit werk moet U absoluut gebruik maken van een beschermbril,
rubberhandschoenen en ons kunststofpincet.

4, Het etsmiddel moet U volgens de handleiding oplossen in ong. 0,5 Ltr. warm
water (50°C tot 60°C). Het etsmiddel heeft in warme toestand de sterkste ets-
werking. De bijliggende etskom vult U voor ongeveer de helft met de warme
etsoplossing en dan legt U de printplaat met de geleidesporen er in. De kom

moet nu steeds licht worden bewogen, zodat de printplaat snel geetst
wordt. Nadat de printplaat kant en klaar geétst is (alleen de geleidesporen
zijn op de printplaat nog zichtbaar), wordt de printplaat onder stromend
water zorgvuldig afgespoeld. De printplaat wordt dan met een doek ge-
droogd en kan dan geboord en de onderdelen opgesteld worden.

Bij het werken met het etsmiddel moeten absoluut rubberhand-
schoenen, een beschermbril voor de ogen en het bijliggende
kunststofpincet gebruikt worden.

MHcTpyKkumsa no o6paboTke neyaTHbIX nNaaT €
(pOTOUHYBCTBMTE/NIbHLIM C/I0EM

1. C Hauana HeobxoAMMO Bblpe3aTb W3 MeYaTHOW MiaThbl, MOKPbLITO
(oTOUYBCTBUTENBHBIM C/I0EM, NNaTy C XenaeMbiMu rabaputamu. B cnabo
OCBELUEHHOM MecTe (3aTeMHeHHas KOMHaTa) HeobxoaMmo yaanuTb C
re4yaTHOW NiaThl CBETO3ALUMUTHYIO MIEHKY.

2. [na skcnoHupoBaHus (06nyveHns) HeobxoauMo nedvaTHylo nnaty
MOMOXMUTb Ha TBEPAYIO MIOCKOCTb (HOTOUYBCTBUTENBLHON CTOPOHOMN BBEPX.
MoToM Ha neuaTHylo cxeMy HaknagpiBaeTcs nneHka (Layout). Ha aton
NneHKe Bce TOKONPOBOASLUME AOPOXKKN YepHble — CBETOHEMPOHMLIAEMbIE,
a ocCTanbHble MecTa npo3padvHble. Ha nneHKy HaknaablBaeTcs CTeKNo,
yTobbl MNEeHKa NIaHOMEpPHO Nexana Ha niaTe M He Morna CiyyaniHo
CABWHYTbCS. B cnaboocBeLeHHOM MecTe AaHHYH0 KOCTPYKLMIO HE06X0AMMO
npy NOMOLLM cunbHOW namnbl (1000 BaTT ranoreHHas naMna, namna ans
3arapa unv namna ynbTpacuoneTororo CBETa) 3KCMOHUPOBATL B TEYEHUN
npubnusntenbHo 3 — 10 MuHyT. Yem cnabee MOLWHOCTb NaMnbl, TeM
[I0NbLUE HY>XHO 3KCMOHMPOBATb. PaccTosiHne oT namnbl A0 NnaTbl A0/HKHO
6bITb He MeHee 30 cM. Bpems obnyyeHuns Bam HeobxoauMo onpeannuTb
3KCnepuMeHTanbHbIM NyTeM. Pe3ynbTaTbl 3KCNepUMEHTa CUMbHO 3aBUCAT
OT MCMOJb3yEMOW NaMnbl.

3. Mocne 3kCNo3vuMKM HeobXoaMMO caenaTb MpOsiIBAEHWE NevaTHOM
cxeMmbl. [ins 3TOro NposiBUTENb B COOTBETCTBUM C paboyeli MHCTpYKUMEN
Heo6Xx0AMMO pacTBOpUTb B 1 IMTPE BOAbI. B AaHHbIN XUAKUI NPOSIBUTENb
cnepyeT OKYHYTb MevaTHyl nnaTty. Yepe3 HeKoTopoe BpeMs nak,
KOTOPbIA He 6bl1 MOKPLIT YEPHbIMW [JOPOXKAMM, HaYHET PacTBOPSTCS.
MHoraa pekoMeHAyeTcs MAaTUHY HEMHOXKO LIeBeNWTb. IMocne Toro, Kak
NpoBoAsLUME NIMHHM NPUOBPETYT YeTKylo (QOopMy, NAaTy M3 >XUAKOCTM
cnepyeT yaanuTb U TILATeNbHO NPOMbITb NOA CTPyel BOABI.

Ana 371oii paboTbl MUcnonb3yiiTe 0653aTeNnbHO  3alUTHbIE
OYKM, Ppe3UHOBble MNepyaTKM M MNPWIOKEHHbI K nocTaBke
NsacMaccoBblii MUHLET.

4. Matepuan ana TpaeneHns (,Atzmittel*) pacteopute B COOTBETCTBUM
C UHCTpyKUMeln npubnusntensHo B 0,5 nutpe ropsadyein Boasl (50° — 60°
Llenbcus). PacTBop Anst TpaBneHWst UMEeEeT B TEMSIOM COCTOSIHUM CaMblit
CUNbHBIN 3hdeKT. MPUNOXKEHHYIO ANS TPaBMEHUS YalleyKy HamnosHuTe
[0 NMOMOBUHbI FOPSIYMM PacTBOPOM M MOJSIOXKUTE TyAa MEYaTHYK CXeMmy
[OpPOXXKaMM BBepX. Tenepb 4Yalleyky HeobxoauMO MOCTOSIHHO crerka
nokauymeaTb Ansi Toro, YTobbl TpaBieHWe npoucxoamno beictpee. Mocne
OKOHYaHWsI TpaBfeHusi (Ha MedyaTHOW nnaTe BUAHLI TOJIbLKO [AOPOXKM)
nnaTy cneayeT yaanuTb U3 pacTBopa M TLATeNbHO NMPOMbITh NMoa CTpyen
BOAbl. Tenepb MOXHO NPOCBEPNNTL BCE HEOOXOANMbIE OTBEPCTUS B NnaTe
N MPUCTYMNUTb K MOHTaXYy KOMMOHEHTOB.

Ona 3Toh paboTbl ucnonb3yiTe o06s3aTesibHO 3alUTHbIE
OYKW, PEe3MHOBbIe MNEepPYATKU U TMPUIOXKEHHbIM K TMOCTaBKe
NJ1IaCMaccoBblii NMUHLET.
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